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(57) Abstract

The invention relates to a fitted and soldered printed circuit board (1) of a flat assembly on which an additional component (2) is
subsequently added and soldered. The printed circuit board has two solder—free fixing holes (7, 8) to fix the ends of the leads (4, 5) of the
additional component (2), between which two interspaced soldering pads (10, 11) are placed, enabling said additional component (2) to be
fixed onto the printed circuit board (1) and to be electrically connected. The leads (4, 5) have an area (12) running parallel to the surface of
the printed circuit board (3) and a second area (14) running perpendicular to said surface, which are inserted into both fixing holes (7, 8).

(57) Zusammenfassung

Auf eine bestlickte und verldtete Leiterplatte (1) einer Flachbaugruppe wird nachtriglich ein Zusatzbauelement (2) aufgebracht und
eingelotet. Sie hat zwei zum Fixieren der Enden von Anschludrihten (4, 5) des Zusatzbauelements (2) dienende lotfreie Fixierbohrungen (7,
8), zwischen denen zwei von ihnen beabstandete Lotpads (10, 11) angebracht sind, mit denen das Zusatzbauelement (2) auf der Leiterplatte
(1) fixiert und elektrisch verbunden wird. Die AnschluBdrihte (4, 5) weisen einen parallel zu der Leiterplattenoberfliche (3) verlaufenden
Bereich (12) und einen senkrecht dazu verlaufenden (14) auf, der in jeweils eine der Fixierbohrungen (7, 8) eingesteckt ist.
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Beschreibung

Flachbaugruppe und Verfahren zum nachtr&glichen Aufbringen

von Zusatzbauelementen auf eine Leiterplatte

Die Erfindung betrifft eine Flachbaugruppe nach dem Oberbe-
griff von Anspruch 1 und ein Verfahren zum nachtraglichen
Aufbringen von Zusatzbauelementen auf eine Flachbaugruppe.
Auch bei Flachbaugruppen, die aus vollstdndig bestiickten und
im Lotbad fertig geldteten Leiterplatten bestehen und die zum
Beispiel fir Steuergeradte in der Automobiltechnik eingesetzt
werden, kommt es vor, daB nachtrdglich Zusatzbauelemente auf
der Leiterplatte montiert und aufgeldtet werden missen. Ein
Beispiel sind Abgleichswiderstdnde flir zweipolige, bedrahtete

Bauelemente auf der Leiterplatte.

Eine bekannte doppelseitig mit Leiterbahnen belegte Leiter-
platte ist mit zumindest mit einem Bauelement versehen, das
Uber seine Anschlufikappen mit Leiterbahnen auf einer Leiter-
plattenoberfldche verldtet ist. Es weist AnschluBelektroden
auf, die durch nicht durchkontaktierte Bohrungen der Leiter-
platte hindurch gesteckt und mit Leiterbahnen auf der anderen
Leiterplattenoberfliche verldtet. Das Bauelement ist automa-
tisch bestickt und verlsétetet (DE 35 21 752 Al). MuB eine
solche Leiterplatte nachtrdglich mit einem Abgleichswider-
stand o.&. versehen werden, so ist es aus der betrieblichen
Praxis bekannt, das Zusatzbauelemente nachtridglich auf Lot-
stltzpunkte aufzuldten. Solche Loétstitzpunkte sind tblicher-
weise handbestickt und mit der Leiterplatte verldtet. Diese

Arbeitsweise ist aufwendig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das nachtridgliche

Besticken von Leiterplatten mit Zusatzbauelementen zu verein-

fachen.
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Die Aufgabe wird durch eine Flachbaugruppe nach Anspruch 1
und durch ein Verfahren nach Anspruch 4 geldst. ZweckmiBige

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprichen

niedergelegt.

Ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden an-

hand der Zeichnungen erldutert. Es zeigen:

Figur 1 eine erfindungsgemdfe Flachbaugruppe in einer Schnit-
tansicht und
Figur 2 einen Ausschnitt der Leiterplatte nach Figur 1 in ei-

ner Teilansicht von oben.

Eine Flachbaugruppe ist als eine mit Bauelementen, die weiter
hinten im einzelnen aufgefihrt werden, bestiickte und fertig
verlotete Leiterplatte 1 ausgebildet (Figuren 1 und 2). Auf
der Leiterplatte 1 ist nachtrédglich ein Zusatzbauelement 2
montiert und verldtet worden, bei dem es sich beispielsweise
um einen Abgleichswiderstand handelt, der aus unterschiedli-
chen Griinden nachtrédglich erforderlich geworden ist. Das Zu-
satzbauelement 2 ist auf die obere Leiterplattenoberfliche 3
montiert, und es weist zwei AnschluBdridhte 4 und 5 auf, durch

die es mit der Leiterplatte 1 verbunden ist.

Die Leiterplatte 1 weist zwei durchgehende Bohrungen 7 und 8
auf, die entsprechend dem Bauelementeraster der Leiterplatte
angeordnet sind. Diese Bohrungen 7, 8 sind lotfrei, d.h. sie
weisen keine Durchkontaktierungen und keine Lotaugen auf. Da-
durch wird vermieden, daR sie beim Lo&ten, z.B. beim Schwalld-
ten, der Leiterplatte mit Létzinn verschlossen werden. Die
Bohrungen 7, 8 dienen als Fixierbohrungen fiir das Zusatzbau-
element 2. Wahrend des nachtrdglichen Létens des Zusatzbau-
elements 2 von Hand fixieren sie seine Lage und geben ihm den

notwendigen Halt.
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Auf der Leiterplattenoberfldche sind in der Nahe der Bohrun-
gen 7 und 8 zwel Létpads oder Lotflecken 10 und 11 vorgese-
hen. Sie liegen auf einer gedachten Verbindungslinien zwi-
schen den beiden Bohrungen 7 und 8 und jeweils in der Nahe
einer der Bohrungen, sie miissen aber ausreichend weit beab-
standet, d. h. von ihr entfernt sein, damit beim Handldten
von der Oberseite der Leiterplatte her ein unkontrolliertes
DurchflieBen des Lotzinns durch die Bohrungen 7, 8, das zu
einer Zapfen- oder Tropfenbildung am AnschluBdrahtende unter-
halb der Leiterplatte 1 fihren kdnnte, vermieden wird. An-
dernfalls bestlnde eine Kurzschlubgefahr, zum Beispiel an ei-
nem umgebenden Gehéduse, oder es ware eine Nachbearbeitung der
Lotstellen erforderlich. In der Zeichnung ist der Létpad 10

in ungeldtetem und der Létpad 11 in geldtetem Zustand darge-
stellt.

Die AnschluBRdr&hte 4 und 5 des Zusatzbauelements 2 sind so
gebogen, dal sie jewells einen ersten Bereich 12, der in etwa
parallel zu der Leiterplattenoberfldche 3 verlduft, und einen
zweliten Bereich 14, der in etwa senkrecht zu der Leiterplat-

tencberfldche 3 verlauft, aufweisen.

Nachdem ein erforderlicher elektrischer Abgleichswiderstands-
wert flr ein oder mehrere Bauelemente auf der Leiterplatte
ermittelt worden ist, wird ein Zusatzbauelement 2 in Gestalt
eines Abgleichswiderstandes mit dem erforderlichen Wider-
standswert ausgewdhlt und von der Oberseite der Leiterplatte
1 aus mit seinen Anschlufdrdhten 4 und 5 in die Bohrungen 7
und 8 eingesetzt. Damit ist er in seiner Lage zuverldssig fi-

Xlert.

Danach werden die ersten Bereiche 12 der AnschluBdrahte 4 und
S5, die so ausgebildet sind, daB sie auf den Lotpads 10 bzw.

11 aufliegen, mittels eines Weichlots von oben aus mit den



10

15

20

WO 98/41069 PCT/DE98/00760

4
Lotpads 10 und 11 verlétet. Uber diese Ldtverbindungen wird
das Zusatzbauelement 2 zum einen auf der Leiterplatte 1 me-
chanisch befestigt und zum anderen elektrisch mit der Leiter-
platte verbunden. Die elektrische Kontaktierung erfolgt iber
auf der Leiterplatte 11 vorhandene Leiterbahnen 15 und 16
(Figur 2), die mit den Létpads 10 und 11 verbunden sind. Wie
bereits erwdhnt, ist der Lotpad 10 im dem Zustand vor dem L&-
ten angedeutet und der Loétpad 11 nach dem Létvorgang darge-—
stellt.

Das Bauelement 2 ist Uber seinen Anschlufdraht 5 und den -
dann verléteten - Lotpad 10 mit einer ersten Leiterbahn 15
und Uber seinen AnschluBdraht 4 und den Lotpad 11 mit einer
zweiten Leiterbahn 16 verbunden. Diese Leiterbahnen sind hier

nur als schematisches Beispiel dargestellt.

Die Leiterplatte 1 der fertigen Flachbaugruppe ist - vor dem
Abgleichen mit dem Zusatzbauelement - bereits mit folgenden
Bauelementen bestiickt: ein schwallgeloétetes bedrahtetes Bau-
element 18, ein reflowgeldtetes SMD-Bauelement 19 und ein
schwall- oder reflowgeldtetes SMD-Bauelement 20. Auch diese

Bauelemente sind nur als Beispiele aufgefthrt.
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Patentanspriche

1. Elektronische Flachbaugruppe bestehend aus einer Leiter-
platte (1), die mit Bauelementen (18 - 20) bestickt ist, die
auf die Leiterplatte (1) in einem Lotbad aufgeldtet sind, da-
durch gekennzeichnet,

- daBl die Leiterplatte (1) zwei von Durchkontaktierungen und
Lotaugen freie Fixierbohrungen (7, 8) aufweist, in die die
Enden von Anschlubdrdhten (4, 5) eines Zusatzbauelements (2)
eingesteckt sind,

- dal die Anschluldr&hte (4, 5) des Zusatzbauelements (2) je
einen in etwa parallel zu der Leiterplattenoberfldche (3)
verlaufenden ersten Bereich (12) und einen in Richtung der
Fixierbohrungen (7, 8) umgebogenenen zweiten Bereich (14)
aufweisen, und

- daB auf der Leiterplatte (1) zwischen den beiden Fixierboh-
rungen (7, 8) zwel von den Fixierbohrungen beabstandete Lot-
pads (10, 11) aufgebracht sind, mit denen das Zusatzbauele-
ment (2) auf der fertig bestickten und verldteten Leiterplat-

te (1) befestigt und elektrisch mit ihr verbunden ist.

2. Flachbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB das Zusatzbauelement (2) ein passives Bauelement, insbe-
sondere ein Abgleichswiderstand fiir ein mit der Leiterplatte

(1) verlotetes zweipoliges elektronisches Bauelement, ist.

3. Flachbaugruppe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dabB der parallel zu der Leiterplat-
tenoberflache verlaufenden Bereich (12) der AnschluBdrihte

(4, 5) mittels Weichlot mit je einem der L&tpads (10, 11)

verlotet ist.

4. Flachbaugruppe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Fixierbohrungen (7, 8) im

Bauelementeraster auf der Leiterplatte angeordnet sind.
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5. Verfahren zum nachtrédglichen Aufbringen von Zusatzbauele-
menten auf eine Flachbaugruppe im Gestalt einer Leiterplatte,
die mit Bauelementen automatisch bestickt und verlétet ist,

- bei dem Anschluldrdhte des Zusatzbauelements so gebogen
werden, daB sie je einen ersten, in etwa parallel zu der
Leiterplattenoberflédche verlaufenden Bereich und einen
zwelten, in etwa senkrecht zu der Leiterplattenoberfliche
verlaufenden Bereich aufweisen,

- bel dem das Zusatzbauelement mit den senkrecht zu der Lei-
terplattenoberfliache verlaufenden Bereichen ihrer AnschluB-
drahte in zwei von Durchkontaktierungen und Loétaugen freie
Fixierbohrungen der Leiterplatte fixiert wird, und

- bel dem das Zusatzbauelement mit den parallel zu der Lei-
terplattenoberflache verlaufenden Bereichen ihrer Anschlub-
drahte auf zwei auf der Oberfldche der Leiterplatte vorhan-
dene, von den Fixierbohrungen beabstandete Lotpads aufgelsd-

tet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet, daB
die AnschluBdrédhte mittels einem Weichlot von oben her mit

den Lotpads verlodtet werden.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
dal durch das Loten das Zusatzbauelement auf der Leiterplatte

befestigt und mit ihr elektrisch verbunden wird.
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